
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ファイバに溶融樹脂を設ける第１工程と、
　前記溶融樹脂を硬化させて、前記光ファイバの少なくとも一方の端部に支持部材を形成
する第２工程と、
　前記支持部材の前記表面に光素子を搭載する第３工程と、
　を含み、
　　前記第２工程後に、前記支持部材の前記表面を含む面に、導電層を形成する工程を含
む光モジュールの製造方法。
【請求項２】
　光ファイバに溶融樹脂を設ける第１工程と、
　前記溶融樹脂を硬化させて、前記光ファイバの少なくとも一方の端部に支持部材を形成
する第２工程と、
　前記支持部材の前記表面に光素子を搭載する第３工程と、
　を含み、
　前記第１工程で、複数の光ファイバを屈曲させて配置し、前記溶融樹脂によって、前記
複数の光ファイバの両端部を一体的に連結し、
　前記第２工程で、前記溶融樹脂を、硬化後に切断して、それぞれの光ファイバの両端部
に前記支持部材を形成する光モジュールの製造方法。
【請求項３】
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　請求項２記載の光モジュールの製造方法において、
　前記第２工程で、前記溶融樹脂とともに前記光ファイバを同時に切断して、前記光ファ
イバの端面を露出させる光モジュールの製造方法。
【請求項４】
　光ファイバに溶融樹脂を設ける第１工程と、
　前記溶融樹脂を硬化させて、前記光ファイバの少なくとも一方の端部に支持部材を形成
する第２工程と、
　前記支持部材の前記表面に光素子を搭載する第３工程と、
　を含み、
　前記第１工程で、前記溶融樹脂を、前記複数の光ファイバの両端部と少なくとも一つの
中間部とに設け、
　前記第２工程は、それぞれの光ファイバの前記中間部で前記溶融樹脂とともに前記光フ
ァイバを切断する工程を含む光モジュールの製造方法。
【請求項５】
　請求項２から請求項４のいずれかに記載の光モジュールの製造方法において、
　前記第２工程後に、前記支持部材の前記表面を含む面に、導電層を形成する工程を含む
光モジュールの製造方法。
【請求項６】
　光ファイバに溶融樹脂を設ける第１工程と、
　前記溶融樹脂を硬化させて、前記光ファイバの少なくとも一方の端部に支持部材を形成
する第２工程と、
　前記支持部材の前記表面に光素子を搭載する第３工程と、
　を含み、
　前記第２工程で、前記支持部材の前記表面を、前記光ファイバの端面よりもくぼんだ位
置に形成し、
　前記第３工程前に、前記光ファイバの前記端面及び前記支持部材の前記表面に導電材料
を設け、その後、前記導電材料の一部を除去して前記光ファイバの端面を露出させ、かつ
、前記導電材料の残りの部分を前記支持部材の前記表面に残して導電層を形成する工程を
含む光モジュールの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光ファイバ並びに光モジュール及びその製造方法並びに光伝達装置に関する。
【０００２】
【発明の背景】
近年、情報通信が高速化・大容量化の傾向にあり、光通信の開発が進んでいる。一般に、
光通信では、電気信号を光信号に変換し、光信号を光ファイバで送信し、受信した光信号
を電気信号に変換する。電気信号と光信号との変換は光素子によって行われる。
【０００３】
例えば、特開平１０－３３９８２４号公報には、Ｖ溝が形成されたプラットフォームに光
ファイバを位置決めして固定して、光モジュールを構成することが記載されている。
【０００４】
しかしながら、Ｖ溝を利用して光ファイバの位置合わせをするのは手間がかかるため、光
モジュールの製造に時間がかかるという問題がある。
【０００５】
本発明は、この問題点を解決するものであり、その目的は、光モジュールを簡単に製造す
ることができる光ファイバ並びに光モジュール及びその製造方法並びに光伝達装置を提供
することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
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（１）本発明に係る光ファイバは、少なくとも一方の端部に支持部材が設けられた光ファ
イバであって、
前記支持部材は、前記光ファイバの端面を露出させて設けられ、
前記光ファイバの前記端面とほぼ平行な面が前記支持部材に形成されてなる。
【０００７】
本発明によれば、光素子を搭載するための支持部材が、光ファイバの端部に設けられてい
る。支持部材は、溶融樹脂を硬化させて形成すれば、光ファイバに密着するので位置精度
が高くなる。
【０００８】
（２）この光ファイバにおいて、
前記支持部材の、前記光ファイバの前記端面とほぼ平行になった面に、導電層が形成され
ていてもよい。
【０００９】
導電層は、光素子と他の部品とを電気的に接続するために使用することができる。
【００１０】
（３）この光ファイバにおいて、
前記支持部材の前記表面と、前記光ファイバの前記端面とは面一であってもよい。
【００１１】
（４）この光ファイバにおいて、
前記導電層の表面と、前記光ファイバの前記端面とは面一であってもよい。
【００１２】
（５）本発明に係る光モジュールは、光ファイバと、
前記光ファイバの少なくとも一方の端部に設けられた支持部材と、
少なくとも前記支持部材の一部に形成された導電層と、
前記光ファイバの前記端面に光学的部分を向けて前記支持部材に搭載され、前記導電層に
電気的に接続された光素子と、
を含む。
【００１３】
本発明によれば、光素子が搭載される支持部材が、光ファイバの端部に設けられている。
支持部材は、溶融樹脂を硬化させて形成すれば、光ファイバに密着するので位置精度も高
い。また、光素子が電気的に接続される導電層を介して、他の部品と光素子とを電気的に
接続することもできる。
【００１４】
（６）この光モジュールにおいて、
前記支持部材が取り付けられる基板と、
前記光素子を駆動するための半導体チップと、
を有し、
前記支持部材の前記導電層と前記半導体チップとが電気的に接続されていてもよい。
【００１５】
（７）この光モジュールにおいて、
前記光素子と、前記支持部材と、前記半導体チップと、の少なくとも電気的な接続部を封
止する封止部をさらに有してもよい。
【００１６】
（８）この光モジュールにおいて、
前記封止部は、前記光素子と前記支持部材との電気的な接続部を封止する第１の樹脂部と
、前記第１の樹脂部と前記半導体チップとを封止する第２の樹脂部と、を含んでもよい。
【００１７】
（９）この光モジュールにおいて、
前記第１の樹脂部は、前記第２の樹脂部よりも柔軟性が高くてもよい。
【００１８】
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これによれば、光素子とプラットフォームとの電気的な接続部に対して大きな応力が加え
られないので接続部が保護される。
【００１９】
（１０）本発明に係る光伝達装置は、光ファイバと、
前記光ファイバの両端部に端面を露出させて設けられ、導電層が形成された一対の支持部
材と、
発光部を前記光ファイバの端面に向けて一方の支持部材に搭載され、前記導電層に電気的
に接続された発光素子と、
受光部を前記光ファイバの端面に向けて他方の支持部材に搭載され、前記導電層に電気的
に接続された受光素子と、
を含む。
【００２０】
（１１）この光伝達装置において、
前記発光素子に接続されるプラグと、
前記受光素子に接続されるプラグと、
をさらに含んでもよい。
【００２１】
これによれば、プラグを電子機器に接続して、複数の電子機器を接続することができる。
【００２２】
（１２）本発明に係る光モジュールの製造方法は、光ファイバに溶融樹脂を設ける第１工
程と、
前記溶融樹脂を硬化させて、前記光ファイバの少なくとも一方の端部に、支持部材を形成
する第２工程と、
前記支持部材の前記表面に光素子を搭載する第３工程と、
を含む。
【００２３】
本発明によれば、光素子を搭載するための支持部材を、光ファイバの端部に設ける。支持
部材は、溶融樹脂を硬化させることで簡単に設けることができる。こうして形成された支
持部材は、光ファイバに密着するので位置精度も高い。そして、支持部材に光素子を搭載
して、光モジュールを得ることができる。
【００２４】
（１３）この光モジュールの製造方法において、
前記第１工程で、前記溶融樹脂を、前記光ファイバの端部の周面及び前記端面を覆って設
け、
前記第２工程で、前記溶融樹脂のうち前記光ファイバの前記端面を覆う部分を除去して前
記端面を露出させるとともに、前記支持部材の前記表面を前記端面と面一に形成してもよ
い。
【００２５】
これによれば、第２工程で硬化した溶融樹脂の一部を除去するので、第１工程で溶融樹脂
を設けるときに、高い位置精度が要求されない。
【００２６】
（１４）この光モジュールの製造方法において、
前記第１工程で、複数の光ファイバを屈曲させて配置し、前記溶融樹脂によって、前記複
数の光ファイバの両端部を一体的に連結し、
前記第２工程で、前記溶融樹脂を、硬化後に切断して、それぞれの光ファイバの両端部に
前記支持部材を形成してもよい。
【００２７】
これによれば、複数の光ファイバの両端部に簡単に支持部材を形成することができる。
【００２８】
（１５）この光モジュールの製造方法において、
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前記第２工程で、前記溶融樹脂とともに前記光ファイバを同時に切断して、前記光ファイ
バの端面を露出させてもよい。
【００２９】
これによれば、硬化した溶融樹脂とともに光ファイバを切断することで、支持部材の表面
を光ファイバの端面に平行にすることができる。
【００３０】
（１６）この光モジュールの製造方法において、
前記第１工程で、前記溶融樹脂を、前記複数の光ファイバの両端部と少なくとも一つの中
間部とに設け、
前記第２工程は、それぞれの光ファイバの前記中間部で前記溶融樹脂とともに前記光ファ
イバを切断する工程を含んでもよい。
【００３１】
これによれば、光ファイバをその中間部で切断するので、整数倍の本数の光ファイバが得
られ、切断された溶融樹脂がそれぞれの光ファイバの端部に設けられた支持部材となる。
【００３２】
（１７）この光モジュールの製造方法において、
前記第２工程後に、前記支持部材の前記表面を含む面に、導電層を形成する工程を含んで
もよい。
【００３３】
導電層を介して、光素子と他の部品とを電気的に接続することができる。
【００３４】
（１８）この光モジュールの製造方法において、
前記第２工程で、前記支持部材の前記表面を、前記光ファイバの端面よりもくぼんだ位置
に形成し、
前記第３工程前に、前記光ファイバの前記端面及び前記支持部材の前記表面に導電材料を
設け、その後、前記導電材料の一部を除去して前記光ファイバの端面を露出させ、かつ、
前記導電材料の残りの部分を前記支持部材の前記表面に残して導電層を形成する工程を含
んでもよい。
【００３５】
これによれば、導電材料を設けてからその一部を除去するので、導電材料を設けるときに
高い位置精度が要求されない。
【００３６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好適な実施の形態について図面を参照して説明する。
【００３７】
（第１の実施の形態）
図１（Ａ）～図２（Ｂ）は、本発明を適用した第１の実施の形態に係る光モジュールの製
造方法を示す図である。
【００３８】
（第１工程）
まず、図１（Ａ）に示すように、光ファイバ１０と樹脂２０とを用意する。光ファイバ１
０は、コアとこれを同心円状に囲むクラッドとを含むもので、コアとクラッドとの境界で
光が反射されて、コア内に光が閉じこめられて伝搬するものである。樹脂２０は、溶融さ
れた状態あるいは軟化した状態で用意する。樹脂２０は、常温又は所定の温度以下で固体
になるとともに所定の温度を超えると溶融されるものに限らない。例えば、樹脂２０は、
常温で軟化した状態であり、熱を加えたり光又は放射線を照射して硬化するものであって
もよい。樹脂２０は、１２０℃程度以上の耐熱性を有することが好ましく、液晶ポリマー
やエポキシ樹脂などが例に挙げられる。
【００３９】
図１（Ａ）に示すように、光ファイバ１０に、溶融された又は軟化した樹脂２０を設ける
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。詳しくは、光ファイバ１０の先端部に樹脂２０を設ける。本実施の形態では、光ファイ
バ１０の端面１２及び周面１４を覆って樹脂２０を設ける。ここで、光ファイバ１０の端
面１２は、少なくともコアの端面である。なお、樹脂２０は、光ファイバ１０の少なくと
も一方の端部に設けられ、光ファイバ１０の両方の端部に設けてもよい。
【００４０】
（第２工程）
次に、溶融されたあるいは軟化した状態の樹脂２０を硬化させる。樹脂２０を硬化させる
方法は、冷却に限らず、逆に加熱したり、光又は放射線を照射してもよい。そして、硬化
した樹脂２０の一部を除去して、図１（Ｂ）に示すように支持部材２２を形成する。例え
ば、樹脂２０における光ファイバ１０の端面１２を覆う部分を研磨して、端面１２を露出
させる。支持部材２２は、光ファイバ１０の端面１２とほぼ平行な表面２４を有する。本
実施の形態では、支持部材２２の一つの表面２４と、光ファイバ１０の端面１２とは面一
になっている。
【００４１】
ここまでの工程を経た光ファイバ１０には、少なくとも一方の先端部に支持部材２２が設
けられる。支持部材２２には、後述するように、光素子３０が搭載される。支持部材２２
は、溶融された又は軟化した樹脂２０から形成されるので、光ファイバ１０に密着して固
定されている。しかも、支持部材２２を設ける工程では、光ファイバ１０を穴に挿入した
り位置合わせをしなくてもよい。
【００４２】
支持部材２２には、導電層２６を形成してもよい。導電層２６は、光素子３０と他の部品
とを電気的に接続するときに利用することができる。導電層２６は、支持部材２２におけ
る光ファイバ１０の端面１２と平行な表面２４上に形成される。また、導電層２６は、支
持部材２２の周面に至るまで形成してもよいが、導電層２６は、光ファイバ１０の端面１
２上を避けることが好ましい。導電層２６は、光ファイバ１０の端面１２の外周端から隙
間をあけて離れた位置まで形成し、端面１２の外周端に接触しないようにしてもよい。
【００４３】
この工程を経た光ファイバ１０には、支持部材２６における光ファイバ１０の端面１２と
平行な表面２４に導電層２６が形成されている。なお、支持部材２６を構成する樹脂２０
が絶縁性を有していれば導電層２６を形成してもショートすることはないが、樹脂２０が
導電性を有する場合には、その上に絶縁膜を形成してから導電層２６を形成する。導電層
２６は、光素子３０と電気的に接続されるので、必要に応じて、配線パターンになってい
てもよい。
【００４４】
（第３工程）
図２（Ａ）に示すように、支持部材２２に光素子３０を搭載する。詳しくは、光素子３０
を、支持部材２２における光ファイバ１０の端面１２と平行な表面２４上に搭載する。な
お、表面２４上に導電層２６が形成されるときには、導電層２６を介して表面２４上に光
素子３０を搭載する。
【００４５】
光素子３０は、発光素子であっても受光素子であってもよい。発光素子の一例として面発
光素子、特に面発光レーザを適用することができる。面発光レーザなどの面発光素子は、
基板に対して垂直方向に光を発する。光素子３０は、光学的部分３２を有する。光素子３
０が発光素子であるときは、光学的部分３２は発光部であり、光素子３０が受光素子であ
るときは、光学的部分３２は受光部である。光素子３０は、光学的部分３２を光ファイバ
１０のコアに向けて、支持部材２２に搭載される。
【００４６】
光素子３０は、少なくとも１つ（一般的には２つ）の電極を有する。例えば、光学的部分
３２が形成された面に、第１の電極３４が設けられていてもよい。なお、第１の電極３４
が形成された面にダミー電極３５を設けてもよい。ダミー電極３５は、第１の電極３４と
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同じ材料で形成してもよいが、光素子３０の内部には電気的に接続されていないものであ
る。例えば、光素子３０における光学的部分３２が形成された面に、１つの第１の電極３
４と、複数（少なくとも２つ）のダミー電極３５とを設けることが好ましい。詳しくは、
全てを直線で結んで三角形以上の多角形を描く位置に、第１の電極３４及び複数のダミー
電極３５を設ける。こうすることで、光素子３０を安定して支持することができる。
【００４７】
第１の電極３４が設けられた面とは別の面に、第２の電極３６が設けられていてもよい。
光素子３０が面発光レーザなどの半導体レーザであるときは、第１の電極３４が設けられ
た面とは反対側の面に第２の電極３６が設けられてもよい。
【００４８】
図２（Ａ）では、光素子３０の第１の電極３４と、導電層２６とが接合される。例えば、
ハンダなどによる金属接合や導電性接着剤を使用して、第１の電極３４と導電層２６とが
接合される。また、第１の電極３４と同様に、ダミー電極３５も導電層２６に接合するこ
とが好ましい。
【００４９】
以上の工程により製造された光モジュールは、光ファイバ１０、支持部材２２及び光素子
３０を含む。支持部材２２は、光ファイバ１０の端部に設けられたもので、溶融された又
は軟化した樹脂が硬化してなる。また、支持部材２２は、光ファイバ１０の端面１２とほ
ぼ平行な表面２４を有し、少なくとも表面２４に導電層２６が形成されている。光素子３
０は、光ファイバ１の端面１２に光学的部分３２を向けて支持部材２２に搭載され、導電
層２６に電気的に接続されている。
【００５０】
さらに、図２（Ｂ）に示すように、光素子３０の第２の電極３６と導電層２６とを電気的
に接続してもよい。例えば、ワイヤ３８によって、第２の電極３６と導電層１６とを接続
してもよい。この場合、導電層２６が配線パターンとなっており、導電層２６における第
１の電極３４と接続された部分と、導電層２６における第２の電極３６と接続された部分
と、が切り離されていることが好ましい。
【００５１】
ワイヤ３８の代わりに、図３に示すように、銀ペーストなどの導電性ペースト３９を、第
２の電極３６及び導電層２６の間に設けてもよい。これによれば、ボンディングが不要で
あるため、簡単に電気的な接続を図ることができる。
【００５２】
本発明は、上記実施の形態に限定されるものではなく、次の述べるような実施の形態を採
ることが可能である。
【００５３】
（第２の実施の形態）
図４（Ａ）～図４（Ｃ）は、本発明を適用した第２の実施の形態に係る光モジュールの製
造方法を示す図であり、図１（Ａ）～図１（Ｃ）に示す工程の代わりに適用できる工程を
示す。
【００５４】
（第１工程）
図４（Ａ）に示すように、光ファイバ１０に樹脂４０を設ける。光ファイバ１０は、第１
の実施の形態で説明したものである。樹脂４０は、第１の実施の形態で説明した樹脂２０
として使用できる材料から選択することができる。樹脂４０も、溶融された状態あるいは
軟化した状態で用意する。
【００５５】
樹脂４０は、光ファイバ１０の端面１２を覆ってもよいが、覆っていなくてもよい。樹脂
４０は、光ファイバ１０の端部において少なくとも周面を覆うように設ける。また、樹脂
４０は、光ファイバ１０の周囲において、その端面１２よりもくぼんだ位置に表面４４が
形成されるように設けられる。表面４４は、光ファイバ１０の端面１２とほぼ平行な面で
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あり、支持部材４２の面にもなる。金型を使用すれば、このように樹脂４０を設けること
は容易である。あるいは、光ファイバ１０の端部に樹脂４０を設けてからこれを加工して
もよい。
【００５６】
（第２工程）
次に、樹脂４０を硬化させる。なお、硬化した樹脂４０がそのまま支持部材４２となって
もよいし、硬化した樹脂４０の一部を除去するなど加工して支持部材４２を形成してもよ
い。図４（Ｂ）に示すように、硬化した樹脂４０に導電材料４６を設ける。導電材料４６
は、支持部材４２の面となる表面４４に設ける。このとき、光ファイバ１０の端面１２に
導電材料４６が設けられることになってもよい。光ファイバ１０の端面１２を避けずに導
電材料４６を樹脂４０に設ければよいので、その工程が簡単なものになる。なお、樹脂４
０が光ファイバ１０の端面１２を覆っている場合は、端面１２の上方であって樹脂４０上
に導電材料４６を設ける。導電材料４６は、樹脂４０の周面に至るまで設けてもよい。
【００５７】
次に、導電材料４６及び樹脂４０のうち少なくとも導電材料４６の一部を除去して、光フ
ァイバ１０の端面１２を露出させる。すなわち、光ファイバ１０の端面１２を覆っている
ものを研磨などで除去する。あるいは、光ファイバ１０の先端部の一部も除去して、その
端面１２を後退させてもよい。例えば、図４（Ｂ）に一点鎖線で示す位置まで、導電材料
４６の一部、樹脂４０の一部及び光ファイバ１０の先端部の一部を研磨などにより除去し
てもよい。
【００５８】
導電材料４６の一部が除去されて、図４（Ｃ）に示すように、導電層４８が形成される。
また、硬化した樹脂４０の一部が除去されて、支持部材４２が形成される。
【００５９】
上記工程を経た光ファイバ１０には、支持部材４２が設けられている。支持部材４２には
、光ファイバ１０の端面１２とほぼ平行な表面４４が形成されている。この表面４４には
、導電層４８が形成されている。導電層４８の表面と、光ファイバ１０の端面１２とは面
一になっている。
【００６０】
その後、第１の実施の形態で説明した第３工程を行うことで、光モジュールを製造するこ
とができる。
【００６１】
（第３の実施の形態）
図５（Ａ）及び図５（Ｂ）は、本発明を適用した第３の実施の形態に係る光モジュールの
製造方法を示す図であり、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示す工程の代わりに適用できる工
程を示す。
【００６２】
（第１工程）
図５（Ａ）に示すように、複数の光ファイバ１０と樹脂５０とを用意する。光ファイバ１
０は、第１の実施の形態で説明したものである。樹脂５０は、第１の実施の形態で説明し
た樹脂２０として使用できる材料から選択することができる。樹脂５０も、溶融された状
態あるいは軟化した状態で用意する。
【００６３】
複数の光ファイバ１０の両端部に樹脂５０を設ける。このとき、全ての光ファイバ１０の
両端部を樹脂５０で連結することが好ましい。例えば、図５（Ａ）に示すように、光ファ
イバ１０を屈曲させておき、長尺状に樹脂５０を設けて光ファイバ１０の両端部を連結す
る。
【００６４】
光ファイバ１０を小さく屈曲させることが好ましくないときには、図５（Ａ）に示すよう
に、屈曲した一つの光ファイバ１０の両端部の間に、他の一つの光ファイバ１０の一方の
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端部を配置してもよい。一つの光ファイバ１０の両端部の間に、複数の光ファイバ１０の
一方の端部を配置してもよい。これらの場合、いずれかの屈曲した光ファイバ１０の両端
部と、この両端部間に配置される他の光ファイバ１０の端部とは、反対方向を向けてもよ
い。
【００６５】
また、図５（Ａ）には光ファイバ１０の端面を避けて樹脂５０が設けられる例が示されて
いるが、光ファイバ１０の端面を樹脂５０が覆ってもよい。
【００６６】
（第２工程）
樹脂５０を硬化後に切断して、図５（Ｂ）に示すように、支持部材５２を形成する。詳し
くは、それぞれの光ファイバ１０のそれぞれの端部に支持部材５２を形成する。例えば、
図５に一点鎖線で示すように、光ファイバ１０の端部の側面に平行な位置で樹脂５０を切
断する。また、光ファイバ１０の端部の側面に直角な位置で、光ファイバ１０とともに樹
脂５０を切断してよい。これによれば、光ファイバ１０の切断面が端面となり、この端面
と面一な表面を有する支持部材５２が得られる。
【００６７】
本実施の形態によれば、複数の光ファイバ１０に支持部材５２を形成することができる。
その後、図１（Ｃ）以降の工程を行って、光モジュールを得ることができる。
【００６８】
（第４の実施の形態）
図６は、本発明を適用した第４の実施の形態に係る光モジュールの製造方法を示す図であ
り、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示す工程の代わりに適用できる工程を示す。
【００６９】
（第１工程）
図６に示すように、複数の光ファイバ１０と樹脂６０とを用意する。光ファイバ１０は、
第１の実施の形態で説明したものである。樹脂５０は、第１の実施の形態で説明した樹脂
２０として使用できる材料から選択することができる。樹脂５０も、溶融された状態ある
いは軟化した状態で用意する。
【００７０】
複数の光ファイバ１０の複数箇所に樹脂６０を設ける。例えば、複数の光ファイバ１０を
並列させて配置し、中間部と少なくとも一方（好ましくは両方）の端部に樹脂６０を設け
る。樹脂６０は、複数の光ファイバ１０を、中間部と少なくとも一方（好ましくは両方）
の端部で連結してもよい。
【００７１】
（第２工程）
光ファイバ１０の中間部に設けた樹脂６０を、図６の一点鎖線で示すように、光ファイバ
１０とともに切断する。こうすることで、支持部材の形成工程の一部が、光ファイバ１０
の切断工程を兼ねることになり、工程の簡略化が図られる。また、光ファイバ１０の端部
の側面に平行な位置で、図６の一点鎖線で示すように、それぞれの樹脂６０を切断する。
【００７２】
以上の工程を経た光ファイバ１０は、上述した実施の形態と同様に支持部材が設けられて
いるので、その後、図１（Ｃ）以降の工程を行って光モジュールを得ることができる。
【００７３】
（第５の実施の形態）
図７は、本発明を適用した第５の実施の形態に係る光モジュールを示す図である。図７に
示す光モジュールは、光ファイバ１０と、支持部材２２と、光素子３０と、基板７０と、
半導体チップ８０と、を含む。この光モジュールは、例えば、図２（Ｂ）に示す光モジュ
ールに基板７０及び半導体チップ８０が付加されたものであってもよい。
【００７４】
基板７０は、有機系又は無機系のいずれの材料から形成されたものであってもよく、これ
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らの複合構造からなるものであってもよい。基板７０には、配線パターン７２が形成され
ている。また、基板７０には、複数の外部端子７４が設けられている。外部端子７４は、
配線パターン７２に電気的に接続されている。例えば、基板７０の一方の面に配線パター
ン７２が形成され、他方の面に外部端子７４が設けられ、基板７０に形成されたスルーホ
ールを介して、配線パターン７２に外部端子７４が電気的に接続されていてもよい。外部
端子７４として、ハンダボールを使用してもよい。
【００７５】
基板７０には、半導体チップ８０が搭載されている。半導体チップ８０は、光素子３０を
駆動するための回路を内蔵している。図７には、半導体チップ８０をフェースアップボン
ディングした例が示してある。この場合、例えば、基板７０上で、配線パターン７２を避
けて半導体チップ８０を接着剤８２で接着してもよい。あるいは、配線パターン７２の上
に、絶縁性の接着剤で、半導体チップ８０を接着してもよい。半導体チップ８０をフェー
スダウンボンディングする場合には、配線パターン７２上に、異方性導電膜などの異方性
導電材料を使用したり、ハンダなどの金属接合によって、半導体チップ８０を基板７０に
固定する。
【００７６】
半導体チップ８０と光素子３０とは電気的に接続されている。例えば、半導体チップ８０
の電極８４と、支持部材２２の導電層２６と、をワイヤ８６で接続してもよい。この場合
、光素子３０の電極（図７では第２の電極３６）と、導電層２６とが電気的に接続されて
いれば、導電層２６を介して、半導体チップ８０と光素子３０とが電気的に接続される。
なお、支持部材２２における光素子３０が搭載された面と、これ以外の面（例えば側面）
に、導電層２６が連続して形成されているときには、光素子３０が搭載された面以外の面
で、導電層２６と半導体チップ８０とを電気的に接続することが好ましい。これによれば
、光素子３０を避けているので、導電層２６と半導体チップ８０との電気的接続手段（例
えばワイヤ８６）が光素子３０と接触することを防止できる。また、光素子３０の搭載領
域を避けているので、導電層２６の広い面積を、半導体チップ８０との電気的接続に利用
することができる。
【００７７】
半導体チップ８０は、配線パターン７２と電気的に接続されていてもよい。例えば、半導
体チップ８０の図示しない電極と配線パターン７２とを、図示しないワイヤで接続しても
よい。
【００７８】
光素子３０も、配線パターン７２と電気的に接続されていてもよい。例えば、支持部材２
２に形成された導電層２６と配線パターン７２とが接合されていてもよい。具体的には、
導電性の接着剤を使用したり、金属接合によって、導電層２６と配線パターン７２とを接
合することができる。詳しくは、光素子３０の電極（図７では第１の電極３４）と、導電
層２６とが接合されている。支持部材２２には、光素子３０が搭載される面と、これ以外
の面（例えば側面）に連続的に導電層２６が形成されている。導電層２６のうち、光素子
３０搭載される面以外の面に形成された部分と、配線パターン７２を接合することができ
る。
【００７９】
以上の構成によって、光素子３０、配線パターン７２及び半導体チップ８０が、電気的に
接続される。配線パターン７２には外部端子７４が電気的に接続されているので、外部端
子７４と、光素子３０及び半導体チップ８０と、が電気的に接続される。
【００８０】
本実施の形態では、封止部８８が設けられている。封止部８８は、支持部材２２と光素子
３０と半導体チップ８０との少なくとも電気的な接続部を封止している。封止部８８は、
第１の樹脂部８７と、第２の樹脂部８９と、で構成される。
【００８１】
第１の樹脂部８７は、支持部材２２と光素子３０との電気的な接続部を封止する。例えば
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、光素子２０の電極（図７では第２の電極３６）とワイヤ３８との電気的な接続部や、ワ
イヤ３８と支持部材２２に形成された導電層２６との電気的な接続部や、光素子３０の電
極（図７では第１の電極３４）と支持部材２２に形成された導電層２６との電気的な接続
部が、第１の樹脂部８７で封止されている。また、第１の樹脂部８７は、支持部材２２と
他の部品との電気的な接続部や、光素子３０と他の部品との電気的な接続部を封止しても
よい。例えば、第１の樹脂部８７は、基板７０に形成された配線パターン７２と、支持部
材２２に形成された導電層２６との電気的な接続部を封止してもよい。また、第１の樹脂
部８７は、半導体チップ８０に接続されるワイヤ８６と、支持部材２２に形成された導電
層２６との電気的な接続部を封止してもよい。さらに、第１の樹脂部８７は、支持部材２
２及び光素子３０の少なくとも一方、好ましくは両方を封止してもよい。
【００８２】
第２の樹脂部８９は、第１の樹脂部８７と半導体チップ８０とを封止する。特に、第２の
樹脂部８９は、半導体チップ８０と他の部品との電気的な接続部を封止する。例えば、第
２の樹脂部８９は、半導体チップ８０の電極８４とワイヤ８６との電気的な接続部を封止
する。さらに、第２の樹脂部８９は、光ファイバ１０の一部を封止して、支持部材２２か
らの抜け止めを図ることが好ましい。
【００８３】
第１の樹脂部８７は、第２の樹脂部８９よりも柔軟性が高いことが好ましい。例えば、第
１の樹脂部８７が第２の樹脂部８９よりも、収縮又は膨張したときに生じる応力が低いこ
とが好ましい。あるいは、第１の樹脂部８７が第２の樹脂部８９よりも、外部から加えら
れた応力を吸収しやすいことが好ましい。柔軟性が高い第１の樹脂部８７によって、支持
部材２２と光素子３０との電気的な接続部分を保護することができる。一方、第２の樹脂
部８９は、第１の樹脂部８７ほど柔軟性の高さが要求されないので、材料選択の幅が拡が
る。
【００８４】
図７に示す光モジュールの製造方法は、光ファイバ１０に設けられた支持部材２２を基板
７０に実装する工程を含む。基板７０には、予め光素子３０を駆動するための半導体チッ
プ８０を実装しておいてもよい。あるいは、支持部材２２を基板７０に実装してから、半
導体チップ８０を基板７０に実装してもよい。
【００８５】
支持部材２２を基板７０に実装したら、封止部８８を設けてもよい。例えば、まず、第１
の樹脂によって、光素子３０と支持部材２２との電気的な接続部を封止して第１の樹脂部
８７を形成する。その後、第２の樹脂によって、第１の樹脂部８７と半導体チップ８０と
を封止して第２の樹脂部８９を形成する。ここで、第１の樹脂部８７が第２の樹脂部８９
よりも柔軟性が高くなるように、第１及び第２の樹脂を選択する。
【００８６】
図８は、本発明を適用した実施の形態に係る光伝達装置を示す図である。光伝送装置９０
は、コンピュータ、ディスプレイ、記憶装置、プリンタ等の電子機器９２を相互に接続す
るものである。電子機器９２は、情報通信機器であってもよい。光伝送装置９０は、ケー
ブル９４の両端にプラグ９６が設けられたものであってもよい。ケーブル９４は、１つ又
は複数（少なくとも一つ）の光ファイバ１０（図７参照）を含む。光ファイバ１０の両端
部には、図７に示すように支持部材２２が設けられている。光ファイバ１０と支持部材２
２との取り付け状態は、上述した通りである。プラグ９６は、支持部材２２を内蔵し、支
持部材２２は基板７０に取り付けられてもよく、基板７０には半導体チップ８０が搭載さ
れていてもよい。
【００８７】
光ファイバ１０に接続される一方の支持部材２２に搭載される光素子３０は、発光素子で
ある。一方の電子機器９２から出力された電気信号は、発光素子である光素子３０によっ
て光信号に変換される。光信号は光ファイバを伝わり、他方の支持部材２２に搭載される
光素子３０に入力される。この光素子３０は、受光素子であり、入力された光信号が電気

10

20

30

40

50

(11) JP 3729240 B2 2005.12.21



信号に変換される。電気信号は、他方の電子機器９２に入力される。こうして、本実施の
形態に係る光伝達装置９０によれば、光信号によって、電子機器９２の情報伝達を行うこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１（Ａ）～図１（Ｃ）は、本発明を適用した第１の実施の形態に係る光モジュ
ールの製造方法を示す図である。
【図２】図２（Ａ）及び図２（Ｂ）は、本発明を適用した第１の実施の形態に係る光モジ
ュールの製造方法を示す図である。
【図３】図３は、本発明を適用した変形例に係る光モジュールを示す図である。
【図４】図４（Ａ）～図４（Ｃ）は、本発明を適用した第２の実施の形態に係る光モジュ
ールの製造方法を示す図である。
【図５】図５（Ａ）及び図５（Ｂ）は、本発明を適用した第３の実施の形態に係る光モジ
ュールの製造方法を示す図である。
【図６】図６は、本発明を適用した第４の実施の形態に係る光モジュールの製造方法を示
す図である。
【図７】図７は、本発明を適用した第５の実施の形態に係る光モジュールの製造方法を示
す図である。
【図８】図８は、本発明を適用した実施の形態に係る光伝達装置を示す図である。
【符号の説明】
１０　光ファイバ
１２　端面
２０　樹脂
２２　支持部材
２４　表面
２６　導電層
３０　光素子
３２　光学的部分
４０　樹脂
４２　支持部材
４６　導電材料
５０　樹脂
５２　支持部材
６０　樹脂
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

(13) JP 3729240 B2 2005.12.21



【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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